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安全技术说明书 

 

第 一 部分： 化学品及企业标识 

化学品中文名称：K-838 有铅锡膏 

技术说明书编码：K838-100-17V6-190 

生效日期：2011-5-4 

 

企业名称：东莞优诺电子焊接材料有限公司 

地 址： 广东省东莞市大岭山镇太公岭管理区   邮 编： 523829 

企业应急电话：86-769-85653068 85653098          传真号码：86-769-85653699  

 

企业名称：苏州优诺电子材料科技有限公司 

地 址：中国江苏省苏州市相城区东桥镇爱民路 8 号   邮 编：215000 

企业应急电话：86-512-66076277                  传真号码：86-512-66076273 

国家应急电话：86-532-3889090 

第 二 部分： 成分/组成信息 

纯 品     混合物  

化学品名称： K-838 有铅锡膏 

中（英）文名称 化学式 含量（%） 是否有害 CAS NO 

锡 Sn 56.36-57.01% 是 7440-31-5 

铅 Pb 33.11-33.48% 是 7439-92-1 

树脂 C19H29COOH 4.0-5.8% 否 -------- 

溶剂 C10H20O3 1.0-3.0% 是 112-59-4 

活性剂 C4H6O4 0.1-0.3% 否 110-15-6 

抗氧化剂 C7H7N3 0.05-0.06% 否 29385-43-1 

添加剂 ------ Balance 否 --------- 
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第 三 部分： 危险性概述 

危险性类别：无资料。 

化学品危险种类:  

 

 

 

 

侵入途径：眼睛接触、食入、吸入、皮肤吸收。 

健康危害：过量吸入会引起头痛、晕眩、恶习心以及心律不整，甚至引起轻微的哮喘。 

眼睛接触：在室温下接触材料或者在超过 100℃散发的焊接蒸气可能会造成眼睛刺激。 

食    入：该物质含有金属粉末和有机酸，咽入是有害的，将伤害消化系统。 

吸    入：在超过 100℃散发的焊接蒸气将造成呼吸系统的刺激感。 

皮肤吸收：加热条件下造成皮肤的刺激感。 

环境危害：无相关的评估资料。 

第 四 部分： 急救措施 

眼睛接触：眼睛张开，用清水清洗至少 15 分钟，尽快送至最近的医疗机构并请医师检查及治疗。 

食    入：如果患者有意识，令患者催吐，如果患者没有意识，避免给患者任何物质，尽快送至最近的医疗机构并

请医师检查及治疗。 

吸    入：立即将患者移至新鲜空气处，如果有呼吸微弱、不规则或停止的现象，可放松患者的领口及皮带，并施

行人工呼吸，尽快送至最近的医疗机构并请医师检查及治疗。 

皮肤接触：以肥皂及清水清洗患部，如果刺激感仍然持续，尽快送至最近的医疗机构请医师检查及治疗。 

第 五 部分： 消防措施 

危险特性：使用本产品时避免遇明火、高热。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 

灭火方法及灭火剂：用泡沫、二氧化碳或干粉灭火器灭火。 

灭火注意事项及措施：可用水冷却暴露的容器。防火人员请戴上消防防护服、防火防毒服、消防防护靴、正压自

给式呼吸器等防护用品。 
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第 六 部分： 泄漏应急处理 

溢出和泄露处理：用搅拌刀擦除或刮除锡膏并放置在密闭塑料瓶中。用沾有 IPA 的布和纸清除锡膏的残留物。布和

纸的处理按当地的法律法规进行。 

第 七 部分： 操作处置与储存 

操作处置注意事项：不用的时候密闭容器。使用的时候避免溢出。人员应配戴适宜的保护装备，在使用和处置锡膏

时，接触锡膏后要洗手。在洗手之前避免接触或揉眼睛。 

储存注意事项：容器保持干燥，远离热源及阳光，密闭冷藏储存。产品储藏要求请参考产品上的标签。并确保在有

效期内使用。 

第 八 部分： 接触控制/个体防护 

最高容许浓度：无相关评估资料。 

监测方法： 无资料 

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。 

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。 

眼睛防护： 一般不需要防护。 

身体防护： 必要时请穿静电服。 

手防护：戴乳胶手套。 

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。离开工作场所后立即用肥皂水洗手。 

第 九 部分： 理化特性 

物理状态：膏状                                   气味：温和 

形状：膏状                                       颜色：灰色 

PH 值：不适用                                    密度：8.4g/cm3(焊锡 20℃) 

熔点：183℃（焊锡）                             沸点：合金＞600℃，助焊剂＞200℃ 

溶解性：不溶于水。 

用途：用于 SMT 焊接。 
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第 十 部分： 稳定性和反应性 

稳定性：稳定。 

禁忌物：强氧化剂、强酸及强碱。 

应避免之条件：高热、热源及阳光。  

聚合反应：不能发生。 

危险分解物：燃烧时会产生碳的氧化物，氮的氧化物。 

第十一部分： 毒理学资料 

急性毒性： LD50：无资料。LC50：无资料。 

刺激性：可能会对皮肤、眼睛和中枢神经系统造成损害。 

第十二部分： 生态学资料 

生态毒理毒性： 目前尚无资料。 

生物降解性：目前尚无资料。  

非生物降解性：目前尚无资料。 

第十三部分： 废弃处置 

废弃物性质：危险废弃物。 

废弃处置方法：废弃的锡合金有价值，应回收处理。废弃物则交由有资质的公司处理。 

废弃注意事项：交由有资质的公司处理。 

第十四部分： 运输信息 

危险货物编号：无资料。 

UN 编号：无资料。 

包装标志：有铅。 
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包装类别： 

包装方法：500g 罐装。 

运输注意事项：夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。 

第十五部分： 法规信息 

1、 法规信息 

1) 《化学危险物品安全管理条例》（1987 年 2 月 17 日国务院发布），针对化学危险品的安全生产、使用、

储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 

2) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1997 年 3 月 10 日国务院发布），针对储存、运输、包装和标

志、现场管理的所作的相关规定。 

3) 《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》（国 352 号令，2002 年 4 月 30 日国务院第 57 次常务委员会议通

过），对操作现场的要求和操作人员的个体防护要求。 

4) 《有害化学品安全手册》（中国石化出版社出版发行）。 

第十六部分： 其他信息 

参考文献： 

1) 有害化学品安全手册/（美）Pohahish R.P. GREENE S.A.著；中国石化集团安全工程研究院译，北京：中国石化

出版社，2002。 

2) 国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版

社，1992。 

3) GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序。 

填写时间：2011-5-4                 

填写部门：东莞优诺电子焊接材料有限公司研发部。 

数据审核单位：东莞优诺电子焊接材料有限公司研发部 

修改说明：2011-5-4 A0 版发行 

本表仅供参考，运作人需自行必要的处理。（如有改动，以最新规格表资料）。 
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产品技术说明书 

 

第一部分： 产品简介 

有铅锡膏，由特制助焊膏与低氧化度的球形焊料粉末均匀混合而成，体系中添加高性能触变剂，具有优越的流

变特性，不易坍塌，适用于细间距器件的涂布。 

第二部分： 性能 

1、 本产品为免清洗型，焊后残留物极少，无需清洗即可达到优越的 ICT 探针测试性能，并且有极高之表

面绝缘阻抗。 

2、 连续点涂稳定，在长时间点涂后仍能与初期之点涂效果一致。 

3、 溶剂无刺激性气味，挥发慢，可长时间点涂而不会影响锡膏的粘度。 

4、 粘度适中，触变性好，不易坍塌，显著减少焊接架之发生。 

5、 焊接时产生的锡球极少，有效的改善短路之发生。 

6、 焊后焊点光泽良好，强度高，导电性能优异。 

7、 适用的焊接方式：红外线、气相式、对流式、传导式、热风式、雷射式。 

8、 产品保质期限：6 个月。 

 

 

 

 

 

第三部分： 产品规格 
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1. 锡膏规格 

测试项目 规格值 测试方法 

外观 平滑膏状 目测 

焊剂成份(wt%) 10.0±0.5 IPC-TM-650  

粘度（25℃，Malcom, 10rpm Pa.s ） 190±30 JIS-Z-3284 

粒径(μm)与形状 25-45/球形 IPC-TM-650 

合金规格 Sn63Pb37 J-STD-006 

卤化物(flux)含量（w/w%） Halides free J-STD-004 

铜板腐蚀试验（经 10D，40℃，93%） 未腐蚀 IPC-TM-650 

坍塌试验 PASS IPC-TM-650 

表面绝缘电阻（85℃ ，85%，168H） ＞10
8
Ω IPC-TM-650 

扩展率 ＞75% JIS-Z-3197 

铜镜腐蚀试验 无任何穿透 J-STD-004 

贮存条件 5+5/-3℃ -- 

2. 特性 / CHARACTERISTCS 

特制焊剂确保高可靠性能及优良润湿性。 

焊剂残渣无腐蚀性且能显示良好电气性能。 

能准确控制焊粉，25-45μm,特制焊剂确保良好的连续性印刷。 

持久粘性。 

3. 保存及处理预防措施 

小心使用锡膏，避免触及皮肤。若附于衣服或身体时，应尽快用含有酒精的溶剂把锡膏抹掉。 

避免吸入焊接时喷出的蒸气。 

焊接工作后洗手。 

安装排气管于焊接区。 

锡膏保存于 5+5/-3℃冰箱中。 

锡膏从冰箱取出后，应放置 4 小时直至回复室温。解冻不开封在常温下可放置时间 12 小时。 

从容器内取出所需份量的焊膏，一经使用后，避免放回原来之容器内,应抛弃，或应存于另外之容器放在冰箱内

（5+5/-3℃）至少 24 小时才能再次使用。 

点涂锡膏后必需在 2 小时内完成焊接。 

使用锡膏的适宜环境温度约为 22°C -28°C，湿度 40-60%。 

避免将锡膏置于近于风口的位置引起锡膏变异。 
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4.锡粉规格 

项    目  备      注

焊锡合金成份 Sn63Pb37

锡 Sn 63.0±0.5

铅 Pb 37.0±0.5

J-STD-006 

焊锡合金粉末粒径（μm） 25-45 小于 25μm 不大于 10%，大于 45μm 不大于 1%

焊锡粉末形状 球形 90%颗粒呈球形

熔点（℃） 183 

5.锡膏使用注意事项 

1） 生产批号之识别： 

生产批号为年、部门、月、日、批次，流水号 

例： 10- 4 4 21 A 17V6 

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 年 部门 月 日 批次 流水号 

备注 10 月,11 月,12 月用 A,B,C 代替。 

2） 锡膏之储存： 

 储存温度及保质期    5+5/-3℃：生产日起 6 个月内（密封保存）。 

 新锡膏的贮存       购买后应放入冷藏库中保存，以先进先出之观念使用。 

 开封后锡膏的保存   A.  使用后的锡膏必需以干净无污染之空瓶装妥，加以密封，置冷藏库中保存，

不可和新锡膏混合保存，开封后的锡膏保存期限为 10 天，超过保存期限请报废

处理，以确保生产品质。 

                       B.  最好不要将锡膏放于风口位置，因为这样会令锡膏中的溶剂挥发，降低锡膏

的粘性。 

3） 锡膏使用方法： 

 回 温              锡 膏 从 冷 藏 库 中 取 出 后 ， 不 可 马 上 开 封 ， 为 防 止 结 雾 吸 水 ， 必 须      

置于室温 2 小时到锡膏回温到 25℃方可开封使用。 

 搅拌                  将锡膏投入印刷机前，须充分搅拌，以使助锡膏与锡粉能均匀的混合，手工搅

拌 2-3 分钟，每秒两转；或是机器搅拌 1 分钟，120 转每分钟。 

4） 印刷条件： 

 刮刀                  硬   度：肖氏硬度 80-90° 

                           材   质：不锈钢 

                           刮刀速度：10-150mm/s 

                       刮刀角度：45-75°  

 纲板                  材   质：不锈钢模板或丝纲 

                           不锈钢模板：一般 0.15-0.25mm 厚 

细 间 距 0.10-0.15mm 厚 
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 环境                  温   度：22-28℃ 

                    湿   度：40-60%RH 

                    风：会破坏锡膏的粘着特性 

5） 纲板作业 

 印刷纲板的清洁        印刷作业中，当印刷状态坏时，用脱脂棉沾酒精或去渍油，进行纲板内侧的清

洁，清洁后用压缩空气将印刷部分的孔塞吹通。进行清洁作业时必须配戴防护

镜及防尘口罩。 

 其它注意事项          建议锡膏印刷出来到过回流焊的时间在 2 小时之内。生产结束或因故停止印刷，

应及时将锡膏装回干净无污染之空瓶中，加以密封，以免锡膏溶剂挥发，影响

焊接效果。 

6） 回流焊炉 

6.1 回流焊炉温度曲线      回流焊炉温度曲线如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）预热（A） 

  温度上升的斜率小于 1.5oC/S 以下，太快的升温斜率会导致锡膏过多的坍塌，产生锡珠和短路等问题。 

2）升温（B） 

  合适的匀热（温度范围是 150oC---183oC）时间是 60S-150S, 过长的匀热时间会导致助焊剂过多的消耗，

曲线阶段 温度范围 斜率 时间范围 

预热（A） <150oC <1.5oC/S 80-150S 

升温（B） 150oC-183oC <1.0oC/S 60-150S 

回流（C） >183oC NA 30-90S 

峰值温度（D） 215oC-235oC NA 
180 秒-300 秒(从起点到达

峰值的时间) 
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产生锡珠，润湿不良，空洞，开路等缺陷。过短的匀热时间会导致助焊剂没有发挥作用，产生冷焊，

开路等缺陷。 

3）回流时间（C）和峰值温度（D） 

建议的在 183oC 以上的回流时间是 30S-90S， 峰值温度是 215 oC -235oC，需要合适的回流时间和峰值温

度来形成高质量的焊点和取得好的润湿。短的回流时间和低的峰值温度会导致润湿不良或残余过多；长

的回流时间和高的峰值温度会产生焊点发暗、助焊剂炭化、过多的金属间化合物、板分层和元件开裂等

问题。 

4）冷却（E） 

较快的冷却速率有利于形成较细的晶粒结构，太慢的冷却速率会形成较粗大的晶粒结构，从而使焊点

的抗疲劳性差。合适的冷却速度有助于得到更光滑和光亮的焊点。推荐温度下降斜率小于 4 oC/S 

5）到达峰值(D)的时间 

   推荐到达峰值的时间是 180 秒-300 秒。 

6.2．推荐的回流温度曲线如下图(直线型)： 

 
 

50 100 
0 

200 150 

200 

150 

100 

0 

250 

183 

50 

时间（Second） 

温
度
（

o C
）

250 300 

25 

A B

D

C

225 



优  诺  实  业  有  限  公 司 

 EUNOW COMPANY LIMITED 

编写日期 2011-5-4 版 本 号 A0 

K-838 

有铅锡膏 
 

                                                       6/6                        K838-100-17V6-190    TDS 

 

 

 

 

 

1）加热（A） 

对于加热阶段，为了减少缺陷（例如坍塌，短路，锡珠，锡球等），从室温到焊料熔点的温度范围应采用

较慢的升温速率。在室温到稍低于熔点温度阶段推荐使用线性升温速率，温度上升的斜率小于 1.5oC/S。

为了减少在熔点温度附近温度梯度造成的缺陷（例如立碑、歪斜和芯吸），可在焊料熔化之前采用较慢的

升温速率（见红线）。 

2）回流时间（B）和峰值温度（D） 

建议的在 183oC 以上的回流时间是 30S-90S， 峰值温度是 215 oC-235oC，需要合适的回流时间和峰值温

度来形成高质量的焊点和取得好的润湿。短的回流时间和低的峰值温度会导致润湿不良或残余过多；长

的回流时间和高的峰值温度会产生焊点发暗, 助焊剂炭化, 过多的金属间化合物, 板分层和元件开裂等

问题。 

3）冷却（C） 

较快的冷却速率有利于形成较细的晶粒结构，太慢的冷却速率会形成较粗大的晶粒结构，从而使焊点的

抗疲劳性差。合适的冷却速度有助于得到更光滑和光亮的焊点。推荐温度下降斜率小于 4 oC/S 

4）到达峰值(D)的时间 

    推荐到达峰值的时间是 180 秒-300 秒。 

曲线阶段 温度范围 斜率 时间范围 

加热（A） <183oC <1.2oC/S 150-250S 

回流（B） >183oC NA 30-90S 

峰值温度（D） 215oC-235oC NA 
180 秒-300 秒(从起点到达峰值

的时间) 


